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経済産業省「平成28年度戦略的基盤技術高度化支援事業」採択のお知らせ 

 

平成28年７月28日、当社が応募しておりました「バイオ医薬品の経皮吸収を可能にする粘着テー

プ化技術の開発」が、経済産業省の「平成28年度戦略的基盤技術高度化支援事業」に採択されまし

たのでお知らせいたします。 

 

戦略的基盤技術高度化支援事業は、「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律」に

基づく支援策の一環として、同法により「研究開発等計画」の認定を受けた中小企業者が産学官等

の連携の下、ものづくり基盤技術の高度化に資する研究開発、試作品開発等並びに販路開拓への取

組を促進することを目的として実施されるものです。 

 

医療・健康関連産業で注目されているバイオ医薬品は、従来技術では消化液による分解や皮膚の

バリア効果のため経口投与や経皮投与が困難であり、注射による投与に限定されていますが、注射

による投与は患者に対する侵襲性が大きく苦痛や負担が避けられません。今回採択された当社事業

は、バイオ医薬品のような高分子化合物であっても経皮吸収可能な粘着テープによる投与を実現す

るための、バイオ医薬品の粘着テープ化技術を開発することを目標とするものです。 

 

当社は、本事業の対象研究期間（平成28年９月初旬予定から平成31年３月31日まで）の初年度に

おける開発費用に対して３分の２以内の補助金、２年度目は初年度の補助金額の３分の２以内の補

助金、３年度目は初年度の補助金額の半額以内の補助金合わせて最大約66百万円を受領する予定で

す。 

なお、本補助金は平成29年12月期以降に受領する予定のため、当社グループの平成28年12月期業

績への影響はありません。 
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